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SLIM.flex GRUNDLAGEN

Flex Multilayer

 4F – 4 Lagen, Materialstärke 0,23mm

 6F – 6 Lagen, Materialstärke 0,30mm

 8F – 8 Lagen, Materialstärke 0,38mm

Vorteile

 Geeignet für BGA-Pitch 0,3mm

 Mehrfach bleifrei lötbar

 Höchste Zuverlässigkeitseigenschaften

 Sehr flexible Flexbereiche möglich

 Geringe Cu-Schichtdicken ermöglichen 
Feinstleiterstrukturen



SLIM.flex GRUNDLAGEN



SLIM.flex DESIGNREGELN



 Steht digital zur Verfügung für AltiumDesigner20 

SLIM.flex LAGENAUFBAUTEN

 Steht „analog“ zur Verfügung als PDF
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SLIM.flex ANWENDUNGEN



SLIM.flex ANWENDUNGEN 
Teilchensensor im LHC, Cern

Highlights

 ML4 HDI 1-2b-1, 0,25mm dick

 HDI-Design für FlipChip Technologie

 Nacktchip Bestückung mit Wire Bonding

 Impedanz definierter Aufbau

 75µm Feinstleiterstrukturen

Vorteile

 Das Eliminieren des Acrylklebers verbessert die 
Erkennung und Messung der Kollisionsreaktion

 Geringe Dicke mit sehr geringen Toleranzen ist 
vorteilhaft für die Montage der FlipChip-
Komponenten



Fortschritt für die Forschung

 Aufbau SLIM.flex 4F, Dicke 0,25mm

 Impedanz definiert 

 Zdiff = 100 Ohm Innenlagen 

 Zdiff = 110 Ohm Außenlagen

 Zo = 50 Ohm Innenlagen

 75µm Strukturen

 Bauteile: FlipChips gelötet, Nacktchips gebondet

Vorteile

 Eliminierung des Acryls verbessert die Entdeckung 
und Messung der Kollisionsreaktionen

 geringe Dicke mit sehr geringen Toleranzen ist sehr 
vorteilhaft für die Bestückung der FlipChip Bauteile

 Größeres Prozessfenster für den Lötprozess

SLIM.flex ANWENDUNGEN 
Teilchensensor im LHC, Cern



SLIM.flex ANWENDUNGEN 
HighTech Kabelbaum

Highlights

 Kabelkonfektion ultra flach

 Aufbau 6 Lagen LP-Dicke 0,30mm

 Geschirmte Verbindungen in Innenlagen

 ZIF-Endkontakte mit Rasthaken

Vorteile

 Alternative zu Kabelkonfektion

 Weniger Bauraum für viele elektrische Verbindungen

 Super schneller Einbau durch eine vorgebogene Form
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SLIM.flex = SEHR ROBUST
Qualifikation (Auszug)

 Reflow Löttest

• Trocknung vor Löttest

• Löttest Profil Peak 260°C, 
6 Wiederholungen



SLIM.flex = SEHR ROBUST
Qualifikation (Auszug)

 Reflow Test

• Trocknung vor Lötprozess

• 10 x Reflowprozess mit einer 
Peaktemperatur von 260°C 

 ohne Defekte



SLIM.flex = SEHR ROBUST
Qualifikation (Auszug)

 Temperaturschock Test
(-55°C / + 125°C)

• Trocknung vor Löttest

• Löttest Profil Peak 245°C, 
6 Wiederholungen



SLIM.flex = SEHR ROBUST
Qualifikation (Auszug)

 Temperaturwechseltest 
(-55°C / + 125°C)

 Trocknung vor Lötprozess

 5 x Reflowprozess mit einer 
Peaktemperatur von 245°C

 500 Testzyklen ohne Ausfälle



ZUSAMMENFASSUNG

 Geeignet für 

 BGA Pitch 0,35mm mit LSM

 BGA Pitch 0,3mm LSM im Block freigestellt

 Feine Strukturen auf allen Lagen

 Microvias zwischen allen Lagen möglich

 Microvias werden mit Kupfer vollständig gefüllt

 Ausgezeichnete thermische Stabilität

 Delaminationsgefahr im Lötprozess stark reduziert

 Mehrfach Reflow fähig (10 mal JEDEC ohne Fehler getestet)



VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT
Haben Sie Fragen?




